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ZIELSETZUNG DER TAGUNG

EBL 2020
Elektronische Baugruppen und Leiterplatten -
Technologische Plattform fiir die digitale Transformation

Die fortschreitende Digitalisierung in allen Lebensbereichen,
der Ausbau der 5G-Mobilfunknetze und der Einsatz kinstlicher
Intelligenz sind aktuelle Themen in der &ffentlichen Diskussion
Uber den technischen Fortschritt.

Dabei darf aber nicht Ubersehen werden, dass diese Ent-
wicklungen eine technologische Plattform bendtigen — elektro-
nische Baugruppen und Leiterplatten, mit denen sich die digi-
tale Transformation auch sicher und effizient realisieren Iasst.
Deshalb muss die Entwicklung der Baugruppentechnologie
vorangetrieben werden, um hdhere Frequenzen, Spannungen
und Leistungsdichten bei voranschreitender Miniaturisierung
und zusétzlicher Integration von Funktionen zu ermdglichen.
Gleichzeitig sollen die Baugruppen aber auch robust, zuverlas-
sig und moglichst kostengunstig sein. Gerade weil der Wettbe-
werb in der Baugruppenfertigung, vor allem aus Asien, standig
zunimmt, mussen die in Europa dominierenden Branchen, wie
z.B. die Medizintechnik oder die Automobilindustrie, auf das
Know-how und neueste Technologien fUr elektronische Bau-
gruppen, die auch in Europa entwickelt werden, aufbauen kén-
nen.

Die Tagung soll einerseits neue Ldsungsansétze zu den ge-
nannten Aspekten prasentieren und gleichzeitig zur Diskussion
anregen, wie sich diese Innovationen auf die gesamten Sys-
teme auswirken und unter verschiedenen Einsatzbedingungen
realisiert werden kénnen. Bei der Vielfalt der Herausforderun-
gen und Entwicklungen ist zu erwarten, dass Vortragende und
Teilnehmer aus unterschiedlichen Anwendungsgebieten wech-
selseitig zu neuen Erkenntnissen und Ansétzen gelangen. So
richtet sich die Konferenz und Fachausstellung ,Elektronische
Baugruppen und Leiterplatten EBL" an erfahrene Experten wie
auch Neueinsteiger aus Industrie und Wissenschaft.

Wir sind auf lhre Beitrage gespannt und freuen uns darauf, Sie
2020 in Fellbach zu treffen.

Johann Weber Prof. Dr. Mathias Nowottnick

Vorsitzender der Wissenschaftlicher
Programmkommission Tagungsleiter

THEMEN DER TAGUNG

= Systemkonzepte, Designtools und Simulation
= Neue Materialien

= Funktions- und Schaltungstrager

= Modul- und Baugruppenfertigung

= Aufbau- und Verbindungstechnik

= Prozesssimulation und —steuerung

= Maschinen- und Linienkommunikation

= Prozesssicherheit und Produktprifung

= Zuverlassigkeit und Analytik

= Packagingtrends

APPLIKATIONEN

= Automotive

= Consumerelektronik

= |Industrieelektronik

= FElektronik fur Luft- und Raumfahrt
= Medizintechnik

= Digitale Transformation
= Hochfrequenztechnik

= Kommunikationstechnik
= | eistungselektronik

= Photoniksysteme

= Sensorik

= Sicherheitstechnik

EINREICHUNG VON BEITRAGEN

Bitte erstellen Sie ein ca. 200 Worter umfassendes Abstract.
Die Abstracts werden in einem elektronischen Tool gesam-
melt, das Sie unter

www.ebl-fellbach.de
finden.

Die Programmkommission wahlt die eingereichten Beitrage
nach folgenden Kriterien aus:

e Die Arbeit ist neu und wurde an keiner Stelle des In- und
Auslands vor der Tagung verdffentlicht.

e Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit missen klar
beschrieben sein.

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenom-
men wurde und erhalten dann eine Schreibanleitung fur ihr
Manuskript. Das full paper von hdchstens sechs Seiten mit
vollstdndigen Autorenangaben reichen Sie dann online als PDF-
Datei ein. Bitte verwenden Sie dazu die Rubrik Einreichung
von Beitrdgen auf der Website der Veranstaltung.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Die Teilnehmer der Tagung
erhalten vor Tagungsbeginn einen zitierfahigen Tagungsband.

TERMINE

Deadline flr Abstracts 21. Juni 2019
Autorenbenachrichtigung 09. September 2019
Abgabe der Papers 15. November 2019

TABLETOP-AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Tagung wird Firmen und Instituten die M&g-
lichkeit gegeben, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in
einer Tabletop-Ausstellung zu prasentieren. Bitte sprechen
Sie uns an und reservieren Sie lhre Ausstellungsflache recht-
zeitig!
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